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SeC

e-beam pioneer

Od ponad 20 lat SEC CO., LTD rozwija i oferuje

urzadzenia do inspekcji i analizy. Od momentu zatozenia,
w 1991 roku, firma nieustannie rozwija najwyzszej jakosci
sprzet wykorzystujgcy do obrazowania wigzke elektronow.

Mozliwosc¢ lokalnego pozyskiwania wszystkich
komponentow oraz cigglty rozwéj nowych technologii
to cechy wyrézniajgce firme SEC na tle Swiatowej
konkurencji, a umiejetnosc¢ elastycznego dostosowania
sie do zmian technologicznych pozwala oferowaé
produkty spetniajgce nawet najbardziej wymagajgce
oczekiwania i potrzeby klientow.

Pionier w dziedzinie

wigzki elektronow

Firma specjalizujgca sie w technologii wigzki elektrow,
lider brazny w dobie dominacji nano (technologii)

| najwyzszej
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»Wydajny, przyjemny
w uzytkowaniu mikroskop

Opracowane przez firme SEC nastotowe skaningowy
mikroskop elektronowy (SEM)oferujg mozliwosci
petnowymiarowych urzgdzen w kompaktowej formie.
Ponad 600 sprzedanych mikroskopéw od momentu
wprowadzenia na rynek w 2006 roku swiadczg o duzym
sukcesie i popularnosci tego typu rozwigzan wsréd
globalnych klientéw firmy.

Nastotowe systemy SEM firmy SEC sg bardzo tatwy
w uzyciu nawet dla niedoswiadczonych operatoréw.
Oprocz prostej obstugi, pozostate cechy wyrdzniajgce
urzgdzenia to szybka analiza danych, krétki czas
wytwarzania prozni i obrazy o bardzo wysokiej jakoSci.




Ustugi najwyzszej jakosci
& Niezwykte wyzwanie!

W poszukiwaniu najlepszych rozwigzan!
Na wtasciwe] drodze! Nieustepliwie wierzac!

2017 ~ Historia firmy

Wprowadzenie na rynek akceleratoréw liniowych

2012 ~ 2016

Opracowanie hybrydowego
generatora rentgenowskiego

Przekroczenie progu 1,000 sprzedanych
systeméw do inspekcji rentgenowskiej

2009 ~ 2012

Opracowanie liniowego systemu tomografii komputerowej 2D
Rozwiniecie technologii Nano-Focus

2006 ~
Opracowanie generatora rentgenowskiego -
(jako pierwsza i jedyna firma w Korei) L

2000 ~ 2005
Rozwiniecie linii systemow
do inspekcji rentgenowskief::

1991 ~ 1999
Zatozenie firmy SEC, :
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X-RAY

X-EYE 5100F

L}

X-EYE 6300

L

X-EYE 7000BS

X-EYE 6000POP
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X-EYE SF160FCT

X-EYE 6200

L

X-EYE 7000B

X-EYE 4000A

X-EYE NF120

X-EYE 6100

L

X-EYE PCT

X-EYE 9000




SYSTEMY INSPEKCYJNE X-RAY

Specyfikacja

Lampa Rozmiar stotu |Rozdzielczos¢| Wymiary (mm)

X-ray Rozdzielczo$¢ | Maks. moc (mm) detektora szer. x df. x wys. Technologia

7000BS

6000POP




Lampa X-RAY

Pierwsza i jedyna technologia lamp rentgenowskich opracowana w Korei

Otwarta kompaktowa Liniowa typu Nano (NTI)

Otwarta kierunkowa Otwarty typu Nano Focus m

Lampa Napiecie (kV) Natezenie (mA) Ogniskowa (um)
Otwarta kompaktowa 160 0.2 1
Liniowa typu Nano 160 0.5 0.8
160 1 5
Otwarta kierunkowa
225 3 6
Otwarta typu Nano Focus 120 0.2 200(nm)
90 ~ 130 0.8 5
Zamknieta
320 ~ 450 225 0.4 ~1.0mm
Rodzaj lampy Lampa otwarta Lampa zamknieta
Podcisnienie Pompa Hermetyczna
. . . . Wysoka rozdzielczosc¢ Nizsza rozdzielczos¢
Rozdzielczos¢ / Powiekszenie . . . . . .
i zakresy powigkszen i zakresy powiekszen
Zywotno$é Pottrwaty, wymienny zarnik 10 000 rg.
Koszt Wysoki poczagtkowy koszt inwestycji Niski poczgtkowy koszt inwestycji

1152 x 1300 / 1.5M 57 x 64mm 49.5um 10 to 225kV 20fps
2304 x 1300/ 3M 114 x 64mm 49.5um 10 to 225kV 22fps
2940 x 2304 / 6M 145 x 114mm 49.5um 10 to 225kV 5fps

1280 x 1280/ 1.6M 128 x 128mm 99um 40 to 225kV 30fps

1548 x 1280 / 1.6M 204 x 153mm 99um 10 to 225kV 20fps

2064 x 2236 / 4.6M 204 x 221mm 99um 10 to 225kV 30fps

3096 x 3100/ 9.6M 306 x 307 mm 99um 10 to 225kV 30fps
1000 x 1000 / 1M 204.8 x 204.8mm 200pm 20 to 225kV 30fps
2048 x 2048 / 4M 409.6 x 409.6mm 200um 20 to 225kV 30fps

‘ 6 ‘www.seceng.co.kr



SYSTEMY INSPEKCYJNE X-RAY

Rozdzielczosc¢

Powigkszenie geometryczne

FDD
Odlegtos¢ ognisko - detektor \
: Powiekszenie
E > / m = FDD / FOD
FOD
Odlegtos¢ ognisko - obiekt \
Pole widzenia
/ OV = Obszar czynny detektora / m
Ogniskowa
Ognisko
Mata $rednica ogniska Duza $rednica ogniska ) . ) .
wigzki promieniowania wigzki promieniowania ' @/ Punkt kontaktu elektronéw z obiektem inspekcji
/ Ogniskowa
- / Srednica ogniska
; /i Kluczowa wartos¢ rozdzielczosci

£ h o\ Im mniejsza $rednica, tym wyzsza rozdzielczos¢

Nieostry obraz

. @/ Ug= F x (m-1)

BGA BGA
Ogniskowa 5 pm Ogniskowa 50 um




Elementy systemu
do inspekcji rentgenowskiej

— :

!
- =

"‘."d"'g Lampa x-ray

£ Manipulator
P
Q- Detektor
Komputer
Ekranowana kabina

Przetwarzanie obrazu
w tomografii komputerowej

Prébka Skan obiektu inspekcji / Rotacja

Podzielone obrazy Rekonstrukcja obrazu 3D

| 8|




SYSTEMY INSPEKCYJNE X-RAY

Metoda skanowania
w tomografii komputerowej

Tomografia komputerowa Tomografia komputerowa

z wiazka stozkowa z wiazka ukosna

Rotation Axis

'ic.tatinn_ s

-

Tomografia komputerowa Tomografia komputerowa

z wigzka stozkowg z wigzka ukosng

Pionowy ruch obiektu

Zasada dziatania w poprzek wigzki

Poziomy ruch obiektu w poprzek wigzki

Odlegtos¢ skanowania Bardzo bliska Niewielka wzgledem obiektu
Rozmiar probki Najlepsze roszgzame Optymalr.\e rozwigzanie QIa probek
dla matych probek o wiekszych rozmiarach
Model X-eye SF160 Series, X-eye 6000 POP, X-eye SF160 Series, X-eye 6300,
ode X-eye 7000 Series, X-eye NF120 X-eye NF120




2D AXI

Automatyczna Inspekcja X-ray 2D

Inspekcja komponentéw montowanych powierzchniowo

‘ = = =i Przedmiot Ewentulane
i 5 inspekciji btedy
BGA Zwalrcig, mogtkowania,
. uki powietrzne
, = = =i

Podniesienia (tombstoning),

Chi L .
P przesuniecia, zwarcia

Czas taktu: 0,3 ~ 0,5 sek. / FOV (pole widzenia)

SF 160F 5100F 6100 6200

Przedmiot Ewentulane
inspekc;ji btedy

Akumulator Uszkodzenia krawedzi

Czas taktu: 0,3 ~ 0,5 sek. / FOV (pole widzenia)

SF 160F 5100F 6100 6200 9000

Przedmiot Ewentulane
inspekcji bfedy

Przesuniecia, pekniecia,
Potaczenia drutowe podwdjne potgczenia,
brak potgczen

Czas taktu: 0,3 ~ 0,5 sek. / FOV (pole widzenia)

SF 160F 5100F 6100 6200

‘ 10 ‘ www.seceng.co.kr



SYSTEMY INSPEKCYJNE X-RAY

3D AXI

Automatyczna Inspekcja X-ray 3D

Comgonen | BA
T e s Ii

[T ——

I I XXX Y] i | Selecied Comomeet

SARAL L
v -

Compange| B34 | Selecied Compenent

Salecnd Bid

| Suranbey

Tt B Automatyczna inspekcja
famgamer S i analiza obrazu btedu
Watsmalmer B 1 il Cmary &

Micx [Sarrtar a i Mamater [heid

[ = L

B [ HOK [}

Mozliwos¢ automatycznej weryfikacji btedu na podstawie
obrazu i szczegétowych danych

Przedmiot inspekcji Ewentulane btedy

BGA

Zwarcia, mostkowania, luki powietrzne, pekniecia

Czas taktu: 4 sek. / FOV (pole widzenia)

6300 6000POP
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Linia X-EYE 5100

Zainstalowana w urzgdzeniu lampa rentgenowska typu micro-focus o mocy 100kV ~ 130kV oraz ptaski detektor wysokiej
rozdzielczosci gwarantujg najwyzszg jako$¢ obrazu. Prosta obstuga oraz bezproblemowa konserwacja urzgadzenia to przyjazne
dla uzytkownika cechy urzadzenia oferujgcego réwniez mozliwosci rozbudowy o dodatkowe funkcje w zaleznos$ci od potrzeb

i budzetu klienta.

Nieniszczgce badania
potprzewodnikéw, SMT oraz komponentéw elektronicznych

Elastyczne oprogramowanie dla produkcji wielkoseryjnej
SMT oraz komponentow elektronicznych

Prosta obstuga
i wiele przydatnych funkcji

-
r—

Lampa X-ray 100kV / 200 pA (Opcjonalnie 130kV /220 pA)
Min. rozdzielczos¢ 5 um
Rozmiar stotu 460 x 340 mm (Opcjonalnie 550 x 550 mm)

o Osie X, Y, Z, Odchylenie: 45°

= =
Detektor 127 mm FPXD lub 254 mm FPXD
Wymiary 1270 (szer.) x 1020 (dt.) x 1460 (wys.) mm
Waga 720 kg

Przyktadowe obrazy rentgenowskie

|12 | www.seceng.co.kr



SYSTEMY INSPEKCYJNE X-RAY

Linia X-EYE SF160

Wysokowydajna, otwarta lampa typu micro-focus o mocy 160kV umozliwia wykrywanie nawet najmniejszych defektow
wielkosci 0,9um oraz zapewnia uzyskanie obrazow wysokiej rozdzielczosci przy niezréwnanych zakresach powigkszen.
Funkcja podwaojnej tomografii komputerowej pozwalajgca na wskazanie doktadnej lokalizacji, oszacowanie rozmiaru
oraz analize rodzaju defektu jest dostepna jako dodatkowa opcja.

Nieniszczace badania
potprzewodnikéw, SMT oraz komponentéw elektronicznych

Hybrydowa lampa z Zzarnikiem
o zywotnosci ponad 10 000 rg.

Funkcja podwadjnej tomografii komputerowej
gwarantuje obrazy najwyzszej jakosci

Gléwne cechy produktu

Lampa X-ray 160KV / 200 pA (Opcjonalnie 160kV / 500 pA)

NN

Min. rozdzielczos¢ 0,8 /0,9 um

Rozmiar stotu 460 x 510 mm (Opcjonalnie 650 x 550 mm)

Osie X, Y, Z, Odchylenie (Maks. 70°), R, Y-aft,
Wigzka stozkowa R

Detektor 254 mm FPXD

Metoda Tomografia komputerowa z wigzkg ukosng

skanowania TK Tomografia komputerowa z wigzka stozkowag

Wymiary 1388 (szer.) x 1451 (dt.) x 1656 (wys.) mm

Waga 2000 kg

Przykladowe obrazy rentgenowskie
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Linia X-EYE 6000 do Automatycznej
Inspekcji Rentgenowskiej (AXI)

Akwizycja obrazu przez Pozyskiwanie obrazu przez poruszajacy sie obiekt
poruszajgce sie zrédto
(lampa, detektor)

Detektor

) Detektor Detektor

® @

.

Lampa rentgenowska
Lampa rentgenowska
Lampa rentgenowska

X-EYE 6100 X-EYE 6200

Os obrotu

Os obrotu

e
T—

Tomografia komputerowa Tomografia komputerowa
z wigzka stozkowa z wigzka ukosna
X-EYE 6000 X-EYE 6300

|14 | www.seceng.co.kr




SYSTEMY INSPEKCYJNE X-RAY

System X-EYE 6300

Automatycznie sprawdza i analizuje produkty na linii przy pomocy funkcji szybkiej tomografii komputerowej 3D.
System jest w stanie wykry¢ i precyzyjnie zlokalizowa¢ kazdy defekt nawet na dwustronnych pakietach elektronicznych
PCBA czy zamontowanych komponentach BGA eliminujgc efekt naktadajgcych sie na siebie obrazéw rentgenowskich.
Inspekcja pojedynczego pola widzenia trwa 4 sek. od zatadunku do automatycznej oceny.

Wysokowydajny system liniowy do inspekcji 3D

n ©/ Najlepsze rozwigzanie

©/ Szerokie spektrum wykrywanych wad

o

Lampa X-ray
Min. rozdzielczosé
Rozmiar stotu

Detektor

Badane obiekty

Rodzaje wad

Wymiary
Waga

0 824mm
0.498mm

.. B2 2w

osoSSeBooe

-

0000000000
0000000000

Przyktadowe obrazy rentgenowskie

um

128 mm FPXD

BGA, Chip, QFN, konektory, PoP,
komponenty przewlekane

Zwarcia, mostkowania, brak potgczen,
niecatkowite zwilzenie wyprowadzen,
luki powietrzne, itd.

1360 (szer.) x 1880 (dt.) x 1700 (wys.) m

4200 kg

Gléwne cechy produktu

m
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Poréwnywane jakosci obrazow przy
wykorzystaniu réznych technologii i mechanizmow

10 sek.,32 obrazy
kat 45

E———
[ X X-X:X-Xe1

100001

Systemy konkurencyjne
(zamknieta lampa, skan krokowy)

Zjawisko powstawania artefaktéw
zwigzane z ograniczonym katem padania wigzki rentgenowskiej

Zjawisko powstawanie artefaktow zostaje mocno ograniczone przy
prawidtowym ustawieniu detektora i zastosowaniu uchylnej wigzki.
Rekomendowany kat nachylenia wigzki to 60° lub 70° stopni

w zaleznosci od objetosci obrazowej detektora.

Symulacja
Obraz pozorny

Symulacja
Obraz wynikowy

4 sek.,120 obrazow
kat 70

[ X X-X:X-Xe1

POCOO O

Pulsacyjna wigzka rentgenowska
typu Nano firmy SEC

Automatyczna inspekcja 3D

Przekroj podtuzny i poprzeczny badanego obiektu uzyskanie przy
ustawieniach kgtowych ograniczajgcych powstawanie artefaktow.
Mozliwa detekcja bteddw takich jak luki powietrzne, zwarcia,

nieregulane wyprowadzenia komponentéw BGA

|16 |




SYSTEMY INSPEKCYJNE X-RAY

Efektywna automatyczna inspekcja wysokiej jakosci
przy wykorzystaniu tomografii komputerowej
MECHANIZM H&H

| —

L |rl L

E‘ :
v

Wstepna obrébka obrazu
Vv
Sinogram obrazu
v
Szybkie przeksztatcenie obrazu Fouriera (FFT)

v
Zastosowanie filtra konwolucyjnego
v

Odwrotna transformacja Fouriera (FFT)

v
Wazona projekcja obrazu

v

Rekonstrukcja obrazu 3D
Szybka rekonstrukcja obrazu wykorzystujgca réwnolegte Doskonata twardos¢
przetwarzanie danych procesoréw graficznych + doskonate wtasciwosci antywibracyjne

Tradycyjna wigzka elektronowa
o charakterze ciggtym

____d__-:

Wiagzka Obiekt Promien
elektronowa rentgenowski

Pulsacyjna wigzka elektronowa

Wigzka Obiekt  Promien
elektronowa rentgenowski

Lampa rentgenowska Lampa rentgenowska
z wigzka o charakterze z wiagzka pulsacyjna
ciagtym Bez efektu powidokow
Z efektem powidokow

Hybrydowa otwarta lampa rentgenowska Raportowanie

Wysoka rozdzielczos$¢ dzieki ogniskowej 0,8um Zapis wynikow automatycznej inspekgcji
Wiazka pulsacyjna — ogranicza uszkodzenia i niweluje
zjawisko powidokéw w tomografii komputerowej

(17|



System X-EYE 6200

Wydajny i wysoce precyzyjny system automatycznej inspekcji rentgenowskiej do analizy potgczen lutowniczych pakietow
elektronicznych i detekcji ukrytych wad komponentow. System oferuje mozliwo$ci szybkiej oceny badanego obszaru z predko$cig
0,5 sek., a dodatkowe funkcje programu pozwalajg z tatwoscig oszacowac oszczednosci zwigzane z inwestycjg. Urzgdzenie
Swietnie sprawdza sie w srodowisku produkcyjnym, zintegrowane z pozostatym urzgdzeniami pracujgcymi w linii. System moze
by¢ tatwo rozbudowany o funkcje pozwalajgce na analize wewnetrznych potgczen drutowych w strukturach pétprzewodnikéw.

Wydajny system liniowy do inspekcji 2D
I oferujgcy analize pojedynczego pola widzenia z predkoscig 0,5 sek.

C/ Szerokie spektrum wykrywanych wad
- —BGA, Chip, QFN, QFP

©/ WAXI: Automatyczna Inspekcja Potgczen drutowych
: (zwarcia, przesuniecia, brak potgczen, itd.)

©/ Gtéwne cechy produktu

Lampa X-ray 160kV / 500pA (Option 130kV / 300pA)

Min. rozdzielczos¢ 0.8 ~ 15 pm

Rozmiar stotu Maks. 330 x 250 mm, Min. 50 x 50 mm
Detektor 128 mm FPXD
Badane obiekty BGA, Chip, QFN, QFP, Potagczenia drutowe

BGA: Zwarcia, mostkowania, luki powietrzne

Rodzaje Chip: Podniesienia, przesuniecia, zwarcia
4 L wad Potgczenia drutowe: Przesuniecia, peknigcia,
podwojne potgczenia, brak potgczen
) i I Wymiary 1460 (szer.) x 1640 (dt.) x 1780 (wys.) mm
Opcjonalna stacja zatadowcza i wytadowcza
Waga 2500 kg

Przyktadowe obrazy rentgenowskie

[EATHEN T:l3inci3. LEN LA

[ELITN TG I3, T26inis.

[E LR T:00 im0, TAOInd S,
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SYSTEMY INSPEKCYJNE X-RAY

System X-EYE 6100

Standardowy system automatycznej inspekcji rentgenowskiej (AXI) do analizy potgczen lutowniczych pakietow
elektronicznych i detekcji ukrytych wad komponentéw dedykowany do pracy w linii. Urzgdzenie oferuje mozliwosci szybkiej
oceny badanego obszaru z predkoscig 0,5 sek., ad dostosowane do potrzeb uzytkownika oprogramowanie pozwala na
szybkie i tatwe ustawienie obszaru analizy.

Woydajny system liniowy do inspekcji 2D
oferujgcy analize pojedynczego pola widzenia z predkoscig 0,5 sek.

Szerokie spektrum wykrywanych wad

©/ — BGA, komponenty typu Chip, QFN, QFP, itd.

« @/ WAXI: Automatyczna Inspekcja Potgczen drutowych

(zwarcia, przesuniecia, brak potgczen, itd.)

Gtéwne cechy produktu

Lampa X-ray 100kV / 200pA

Min. rozdzielczos¢ 5 pum

Rozmiar stotu 400 x 400 mm

Detektor 128 mm FPXD

Badane obiekty BGA, Chip, QFN, QFP, Potagczenia drutowe

BGA: Zwarcia, mostkowania, luki powietrzne

L e

Rodzaje wad
Chip: Podniesienia, przesunigcia, zwarcia

Wymiary 1020 (szer.) x 1350 (dt.) x 1720 (wys.) mm

Opcjonalna stacja zatadowcza i wytadowcza
Waga 1500 kg

Przyktadowe obrazy rentgenowskie
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System X-EYE NF120

Zainstalowana w urzgdzeniu lampa rentgenowska o rozdzielczosci 200 nano jest rozwigzaniem dedykowanym do inspekcji
struktur ptytek potprzewodnikowych (WLP) pod katem defektéw submikronowych. Urzadzenie oferuje mozliwosci doktadne;j
lokalizacji uszkodzonego obszaru poprzez precyzyjny ruch osi i antywibracyjnego stotu. Modut tomografii komputerowej 3D,
funkcja automatycznej inspekcji struktur ptytek poétprzewodnikowych ze stacjg zatadowczg i system transportujgcym sag
dodatkowym, opcjonalnym wyposazeniem systemu.

System do nieniszczacej analizy

Obrazy wysokiej rozdzielczosci

Gtéwne cechy produktu
Lampa X-ray
Min. rozdzielczos¢
Rozmiar stotu
Osie
Detektor

Metoda
skanowania TK

Wymiary
Waga

Przyktadowe obrazy rentgenowskie

0.0076 [mm]

0.0413 [mm]

0.0238 [mm]
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SYSTEMY INSPEKCYJNE X-RAY

System X-EYE 6000POP

Automatyczny system inspekcji rentgenowskiej do uktadéw montowanych pietrowo typu PoP wykorzystujgcy najnowszag
technologie uktadania potprzewodnikéw. Od zatadunku, poprzez ocene poprawnosci potgczen, do sortowania analizowanych
komponentow, caty proces odbywa sie automatycznie z imponujgcg predkoscig 2,5 sek. potrzebnych na inspekcje uktadu
w polu widzenia, a wyniki badania sg zapisywanie i analizowane pod katem poprawy jakosci procesu produkcyjnego (SPC).

System do inspekcji rentgenowskiej 3D uktadéw Pop

tomografii komputerowej 3D

maks. 2,5 sek.

NN N

Gléwne cechy produktu

Lampa X-ray

Min. rozdzielczosé
Detektor

Rozmiar uktadu

Rodzaje wad

Wymiary
Waga

Przyktadowe obrazy rentgenowskie

121




System X-EYE 7000B

Idealne rozwigzanie do inspekcji komponentéw o srednich i duzych rozmiarach pod kgtem analizy struktury powierzchniowej
i wykrywania ewentualnych wewnetrznych defektéw (luko powietrza, mikropekniecia). Wbudowana otwarta lampa
rentgenowska typu micro-focus o wysokim napieciu i duzej mocy pozwala na znaczgce obnizenie kosztow uzytkowania
poprzez okresowg wymiane tylko kluczowych czesci eksploatacyjnych. W zaleznosci od potrzeb klienta, rozmiari i materiatu
analizowanych komponentéw, urzgdzenie oferuje nieograniczone mozliwosci dopasowania i elastycznej rozbudowy.

System do nieniszczacej analizy
komponentéw o duzych rozmiarach

Liczne mozliwosci
wyboru typu lampy rentgenowskiej i detektora

Opcjonalna lampa rentgenowska

s p— duzej mocy
Lampa X-ray 160KV / 3,000 pA
= Min. rozdzielczos¢ 6 pm
Rozmiar stotu 900dt mm
Osie X, Y,Z R
Detektor 305 mm FPXD
Metoda

skanowania TK TK z wigzka stozkowg

Wymiary 2560 (szer.) x 1900 (dt.) x 2120 (wys.) mm
Waga 5000 kg

Przyktadowe obrazy rentgenowskie
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SYSTEMY INSPEKCYJNE X-RAY

System X-EYE 7000BS

Idealne rozwigzanie do inspekcji komponentéw o matych i Srednich rozmiarach pod kgtem analizy struktury powierzchniowej
i wykrywania ewentualnych wewnetrznych defektdéw (luko powietrza, mikropekniecia). Wbudowana otwarta lampa
rentgenowska typu micro-focus o wysokim napieciu i duzej mocy pozwala na znaczgce obnizenie kosztéw uzytkowania
poprzez okresowg wymiane tylko kluczowych czesci eksploatacyjnych. W zaleznosci od potrzeb klienta, rozmiari i materiatu
analizowanych komponentéw, urzadzenie oferuje nieograniczone mozliwosci dopasowania i elastycznej rozbudowy.

System do nieniszczgcej analizy
komponentoéw o matych i Srednich rozmiarach

©/ Obrazy o wysokiej rozdzielczosci
dzieki otwartej lampie rentgengowskiej

©/ Funkcja ciggtego skanowania umozliwia szybkie
generowanie obrazéw tomografii komputerowej (5 min.)

Gléwne cechy produktu

Lampa X-ray 130kV / 200 pA

Min. rozdzielczos¢ 6 pm

Rozmiar stotu 300dt mm
Osie X, Y, Z,R
Detektor 152 mm FPXD
Metoda

skanowania TK TK z wigzka stozkowg

Wymiary 2100 (szer.) x 1500 (dt.) x 1700 (wys.) mm

Waga 2000 kg

Przyktadowe obrazy rentgenowskie
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System X-EYE PCT

System inspekcji rentgenowskiej 3D o wysokiej rozdzielczosci do szczegdtowej analizy obszaru detekcji wykorzystujgcy
precyzyjny ruch osi przy uzyciu wypolerowanego, antywibracyjnego stotu. W zaleznosci od potrzeb i zastosowan, klient
moze zdecydowac sie na wybor lampy rentgenowskiej o duzej mocy (maks. 450kV), duzy ptaski detektor o maks. rozmiarze
406 mm, modut tomografii komputerowej 3D jako opcjonalne, dostepne wyposazenie systemu.

antywibracyjnego stotu

©/ Liczne opcje
i =

o duzych wymiarach
[}

s
: ~
Lampa X-ray 225kV /3,000 pA
Min. rozdzielczos¢ 6 pm
Rozmiar stotu 900dt mm
Osie X, X-d, Y-t,Y-d, Z,R
Detektor 406 mm FPXD
. Metoda

AeTEETE TR TK z wigzkg stozkowg

Wymiary 2680 (szer.) x 1570 (dt.) x 2330 (wys.) mm
Waga 8000 kg

Przyktadowe obrazy rentgenowskie

”lll'.l-r
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SYSTEMY INSPEKCYJNE X-RAY

System X-EYE 4000A

System inspekcyjny o charakterze nieniszczgcym zaprojektowany do liczenia komponentéw w rolkach o réznych
rozmiarach. Bez koniecznosci ustawiania parametrow procesu inspekcji, urzgdzenie wykonuje konieczne obliczenia

i podaje wynik w ciggu 9 sek.

Predkos¢ obliczen: ok. 9 sek.

Urzadzenie podaje doktadng ilo§¢ komponentéw typu
Chips i innych niestandardowych w rolkach

Brak koniecznosci dodatkowych
ustawien parametréw procesu inspekcji

NN N

Gléwne cechy produktu

Lampa X-ray 130kV / 200 pA

Min. rozdzielczos¢ 6 pm (Opcjonalnie 0.4 mm)

Rozmiar stotu Maks. @400

Osie Automatyczny ruch osi Z

Detektor 432 mm FPXD

Wymiary 1240 (szer.) x 930 (dt.) x 1515 (wys.) mm
Waga 650 kg

Czas cyklu 9 sekund (Przy rozmiarze szpuli @180)
oot

Linia X-EYE 9000

System automatycznej inspekcji akumulatoréw i baterii zaprojektowany do pracy w linii. Urzgdzenie umozliwia szybkg
inspekcje (maks. 180 ppm) ogniw akumulatorowych poprzez analize ptytek (Scietych, okragtych, typu ‘pouch’)

Liniowy system do kompletnej inspekcji akumulatoréw i baterii

Inspekcja ptytek akumulatorowych
($cietych, okragtych, typu ‘pouch’)

Maks. predkosci inspekcji to 180 ppm

Gloéwne cechy produktu

Lampa X-ray 100 kV /200 pA
Min. rozdzielczos¢ 5 pm
Predkos¢ inspekcji 120 ppm | 150 ppm | 180 ppm

System transportu, Index, zatadunek

System typu Pick & Place
Wymiary 1800 (szer.) x 1560 (dt.) x 2070 (wys.) mm
Waga 5000 kg
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Przykladowe zastosowanie i obrazy RTG

Obudowy poétprzewodnikéw

e

™ T

Ptytki pétprzewodnikowe
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ot g
AT ’gh

T N

S

9

| 26 | www.seceng.co.kr



SYSTEMY INSPEKCYJNE X-RAY

Odlewy

Elektronika

Akumulatory
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Dystrybucja

Oddziat w Chinach (Shenzen), 24 dystrybutoréw w 35 krajach
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